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Die neuen 90- und 65-nm-Prozesstech-
nologien bieten für Unternehmen un-
geahnte Möglichkeiten bei der Entwick-
lung von SoC-Designs mit höherer
Leistungsfähigkeit, Integration und Funk-
tionalität, die vor ein paar Jahren noch un-
denkbar gewesen wären. Die potenziel-
len Risiken und Kosten sind allerdings
auch höher als je zuvor – und zwar so
hoch, dass sich die Entscheidung für ein
neues Produkt in der neusten Prozess-
technologie nicht mehr alleine durch De-
signaspekte treffen lässt. Heute müssen
zahlreiche weitere kritische Faktoren jen-
seits der Designebene mit in Betracht
gezogen werden; nicht zuletzt auch die
Position des Unternehmens in der Wert-
schöpfungskette zur Lieferung einer Ge-
samtsystemlösung.
Anbieter, die diese Aspekte berücksich-
tigen, werden reichlich belohnt. Da aber
die Kosten für die Entwicklung eines 
65-nm-Bausteins mehrere 10 Millionen
Dollar betragen können und der Zeit-
raum von der anfänglichen Konzeptphase
bis zur Volumenfertigung gut und gerne
bis zu drei Jahre in Anspruch nimmt, darf
sich ein Anbieter keinen Fehler erlauben,
denn die Auswirkungen wären verhee-
rend. Bevor sich ein Unternehmen in das
Abenteuer SoC stürzt, sollten daher einige
wichtige Fragen vorab geklärt werden:

˘ Wie erreichen wir unser Marktfenster?
˘ Hat das Unternehmen die Kompe-

tenz, die gesamte Entwicklungsar-
beit durchzuführen?

˘ Wie lassen sich Fertigungs- und Er-
tragsfragen bereits in der Entwick-
lungsphase klären?

Geschäftsmodelle für Entwicklungen der nächsten SoC-Generation 

Drum prüfe, wer bei SoCs sich bindet
Bei der Entwicklung von Designs der nächsten Generation sollten Unternehmen ihre Position in der 
Gesamtwertschöpfungskette neu ausrichten – ein Vorgang, der auch die Wahl ihrer Geschäftspartner beeinflusst.

˘ Welchen wesentlichen Wert fügt
das Unternehmen der Gesamtwert-
schöpfungskette hinzu, um das 
Design in die Volumenproduktion zu
überführen?

˘ Welchen Beitrag der Wertschöp-
fungskette müssen Partner über-
nehmen?

˘ Welche Kriterien sollte der Anbieter
bei der Wahl der geeigneten Ge-
schäftspartner beachten?

Die Antworten auf diese und andere Fra-
gen müssen vor dem Hintergrund be-
antwortet werden, dass sich das zugrunde
liegende Geschäftsmodell bei der Ent-
wicklung von SoCs der nächsten Gene-
ration (notwendigerweise) ändert. Es
wird immer deutlicher, dass das frag-
mentierte Geschäftsmodell auf der Basis
verschiedener Teilnehmer – unabhängi-
ge Designhäuser, IP-Anbieter, EDA-Part-
ner, Foundries, Montage-Unternehmen,
Testhäuser etc. – nicht das richtige Mo-
dell für die Bereitstellung technisch und
wirtschaftlich erfolgreicher Designs in
Kombination mit neuen Prozesstechno-
logien ist. Erforderlich ist eine schnelle-

re und effizientere Rückkopplung, über die
sich Erfahrungswerte aus der Fertigung
kurzfristig in den Entwicklungsprozess
einbinden lassen.
Einer der Gründe, warum sich das Ge-
schäftsmodell verändert, liegt darin, dass
die neuen Prozesse einen wesentlich hö-
heren Grad an Kundenspezifizierung er-
fordern. Dies wiederum erhöht das Risi-
ko, dass Kompetenz und Erfahrung nicht
zur Verfügung stehen, dass die Kosten
explodieren, dass sich die Entwicklungs-
Deadlines nicht einhalten lassen oder
dass sich die kundenspezifische Lösung
für den letztendlichen Fertigungspro-
zess nicht eignet. Das Risiko steigt dabei
proportional zur Anzahl der verschiede-
nen beteiligten Partner, die erforderlich
sind, um das Produkt von der Konzept-
phase zum Verbraucher zu bringen.
Die wahrscheinlich größte Herausfor-
derung ist die Entwicklung eines De-
signs, das für den Halbleiterfertigungs-
prozess optimiert ist. Genau hier spielt
die schnelle und effiziente Rückkopp-
lung eine wichtige Rolle. Diese Art von
Feedback ist bei fragmentierten Model-
len kaum erreichbar. Damit sind Partner

Bild 1: Bei SoCs ist Kompetenz über viele Disziplinen hinweg gefragt
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erforderlich, die den Großteil der Wert-
schöpfungskette kontrollieren können.
Sie eignen sich ideal für bestimmte Lö-
sungen, mit denen sich die Gesamtkos-
ten und Zeitrisiken minimieren lassen.
Die neuen Prozesstechnologien schrei-
ben den Entwicklern und ihren Design-
Möglichkeiten neue Richtlinien vor. Ein
umfassendes Verständnis der Halblei-
tertechnologie ist für das gesamte Ent-
wicklungsteam heute wichtiger als je
zuvor. Nur die Anbieter, die 90- und 65-
nm-ICs fertigen können, verfügen über ge-
nügend Know-how für eine solche Opti-
mierung. Per Definition sind davon viele
Fabless-Anbieter ausgeschlossen. Sie
müssen ihren Ansatz, wo sie sich nun in
der neuen Wertschöpfungskette wie-
derfinden, überdenken.
Ein Plug-and-Play-Ansatz für das ASSP-
und SoC-Design ist daher zwar wün-
schenswert, aber im Allgemeinen nicht
möglich. Zu den Werten, die Anbieter
heute in den Markt mit einbringen müs-
sen, zählen Beratung auf Systemebene,
Software- und Hardware-Evaluierung so-
wie die Fähigkeit, die notwendigen In-
tegrationsgrade zu bewerkstelligen. Um
dieses aufkommende Geschäft zu un-
terstützen, müssen Modelle auf einer
Defragmentierung und Umgruppierung
des Marktes basieren. Anbieter müssen
gewillt sein, mit einem Partner eng zu-
sammenzuarbeiten, der eine vertikale
Integrationsstruktur bietet, die notwen-
dig ist, um Wertschöpfung vorzuweisen,
zu verwalten und hinzuzufügen sowie

jeden Designbestandteil für die Volu-
menfertigung zu optimieren. Neben der
Kontrolle der Wafer-Fertigung bieten
diese vertikal integrierten Anbieter (IDMs)
Bibliotheken, IP-Entwicklung, Support
und Qualifizierung sowie umfassenden
Support bei der Chip-Implementierung.
Dies ist die einzige Möglichkeit, einen
sicheren Turnaround zu erzielen und kost-
spielige Respins zu vermeiden.
Die Wahl des richtigen Partners bei der
SoC-Entwicklung ist heute wichtiger denn
je. Durch die neuen Prozesstechnologien
fällt die Wahl auf denjenigen, der ein De-
sign erfolgreich, kosteneffizient und
pünktlich in die Volumenfertigung über-
führen kann. Bevor Unternehmen mit ei-
nem SoC-Design beginnen und dafür den
richtigen Partner wählen, müssen sie ih-

ren eigenen Wertbeitrag ermitteln. Da
die Chip-Optimierung und Beherrschung
der Halbleitertechnologie nicht mehr
länger als Differenzierungsmerkmal dient,
müssen sich Unternehmen vermehrt auf
die Entwicklung und das Marketing ihres
Produkts konzentrieren, sowie auf alle
anderen, nicht Chip-bezogenen Aspek-
te, die für den entscheidenden Wettbe-
werbsvorteil erforderlich sind. (av)

Bild 2: Einer der wesentlichsten Entscheidungsfaktoren ist die Ausrichtung auf die Herstellbarkeit.
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